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機器の進化

半導体デバイスの技術進歩

社会と半導体産業の関わり

半導体の技術進歩により､電子機器が進化、安全で便利な社会構築へ寄与。
今後も半導体は産業発展を支え、地球環境に配慮した社会構築へ貢献。

●小型化
●機能向上
●低消費電力化
●エレクトロニクス化
の進展

●低価格化
●快適性向上
●多機能化
●デジタル化
●ネットワーク化
●安心・安全化

●大集積化
（１チップに搭載する
素子数の拡大）

●微細化
（加工寸法の微細化）

●チップ面積縮小
●高速化
●多機能化
●低消費電力
●メカ制御の電子化
●コネクティビティ
●セキュリティ
●耐タンパ性

半導体デバイスの技術進歩にともなって、新たな電子機器が
生まれ、またそれが半導体の進歩を促します。
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今後はシステム開発と同期した半導体開発が重要な用件
双方のシナジー効果で開発の促進を図る必要があります。
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次世代無線通信、スマートグリッド、ＥＶ等社会インフラ関連機器が新たなる
牽引アプリケーションとして台頭

成長率

需要

Ｄｉｇｉｔａｌ
ＴＶ

自動車
携帯電話 Ｎｏｔｅ ＰＣ

スマート
グリッド

次世代
無線通信

＊ＥＶ

＊ＥＶ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ

社会インフラ関連機器

パーソナルユース機器

スマートコミュニティ
社会へ

ICTを牽引する新規アプリケーション
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スマートコミュニティの到来

スマートな社会

スマートビルディング

スマート
ファクトリー

スマートカー

スマートホーム

クリーンエネルギー
○○

次世代ＳＳ スマートストア

スマート
スクール

スマートグリッド

人と地球が共生し豊かに暮らす
新たな環境情報ネットワーク、
エネルギーシステム、
交通システムにより
快適性向上と省エネを
両立する世界へ

豊かな環境社会の構築

～ “Ｇｒｅｅｎ” と “Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ” がキーワード ～

4



© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

家庭電力監視・スマートメータ・ホームセキュリティ等

パーソナルエンターテイメント、医療サービス

ﾎｰﾑｻｰﾊﾞ

大容量情報システム・電子図書館等

スマートグリッド化に伴い全ての物が
ネットワークに接続するクラウド化が進展

渋滞情報配信・安全監視・緊急情報等

スマートな社会とクラウド化

クラウドコンピューティング

大容量通信技術、低電力化、セキュリティ技術が重要
5
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スマートな社会例 （つながる車社会インフラ）

路車間通信
5.9GHz,700MHz

10Mbps

ETC*
5.8GHz
1Mbps

・￥

DSRC*
5.8GHz
4Mbps

緊急通報センタ

電力管理センター

家庭充電 車ー車間通信
5.9GHz,700MHz

10Mbps

インターネット
(キャリア)

販売店
/ディーラ

コンテンツ
サービス

クラウド
サービス

警察・保険会社

環境にやさしく、安全・快適な

車社会、ネットワークで安全運転
支援、渋滞抑制

ソーラ活用（自給自足）
夜間充電

発電変動の吸収

家庭と車の間
の情報共有

EV: Electric Vehicle,  HEV: Hybrid Electric Vehicle, ETC: Electronic Toll Collection, DSRC: Dedicated Short Range Communication

高信頼性と高速通信技術が重要
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高齢化で進む在宅医療
ホームヘルスケア市場
の拡大

スマートな社会例 （つながる医療）

ヘルスケア機器のネットワーク化により、健康予防から高齢者生活
サポートまで、健康管理・医療サービスをネットワークで提供する時代

セキュリティ技術と超低電力技術（ウェアラブル化）が重要
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ルネサスの半導体事業

マイコン、システムＬＳＩ、アナログ＆パワーの３本柱で最適なソリューション

を迅速に提供、スマートな社会に貢献

世界シェア
Ｎｏ．１を誇る

ルネサスの中核事業

システム
ＬＳＩ

強い技術を生かした
システムＬＳＩ

アナログ & 

パワー半導体

マイコン

高品質で豊富な
ラインナップ

お客様
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スマートな社会を支えるルネサスの半導体事業

スマートグリッド スマートホーム スマートカー スマートビルディング スマートモバイル

シ
ス
テ
ム
／
製
品

・発電／蓄電

・エネルギー
マネジメント

・スマートメータ

・ 無線／ＰＬＣ*

・省エネ家電

・ホームネットワーク

・ＬＥＤ照明

・モバイル機器

・ヘルスケア

・次世代自動車
（ＨＥＶ／ＥＶ）
（充電インフラ）

・交通システム
（ＩＴＳ*／ＥＴＣ）

・カーナビゲーション

・ビル管理システム

・入退場管理

・ ビルネットワーク

・ 空調管理

・ LTEモデム

・ Smart Phone

・ 3G ハンドセット

・ 新モバイル端末
(Tablet, e-book)

ス
マ
ー
ト
市
場

- 8ビットＭＣＵ

- 16ビットＭＣＵ

- 32ビットＭＣＵ

- 車載MCU

- セキュリティ MCU

マイコン事業

- 低圧ﾊﾟﾜｰMOSFET

- 高圧ﾊﾟﾜｰMOSFET 

- 高周波ＳＷ - ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ

- IGBT* - ｾﾝｻ

- LCDﾄﾞﾗｲﾊﾞ ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ

アナログ＆パワー事業

- 携帯HPA/RFIC

- ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛｾｯｻ

- デジタル家電用SoC

- 産業用ASIC     ｺﾝｼｭｰﾏASIC 

- ﾈｯﾄﾜｰｸﾒﾓﾘ USB2.0, 3.0 

ＳｏＣ 事業

World No.1 -2 Business#1

#1

#2

#2

#1

#1

#1 #1 #1

#1

#1

#2

#1

#2

#2

PLC: Power Line Communication,  ITS: Intelligent Tutoring System,  IGBT: Insulated Gate Bipolar Tr.  

#1
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これからの半導体の開発キーワード

Ｇｒｅｅｎ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ

Etc

Etc

Ｓａｆｅｔｙ

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://japan.internet.com/img/article/allnet/20101004au.jpg&imgrefurl=http://japan.internet.com/allnet/20101004/4.html&usg=__Ng3RX3bkoPXiTZlYlxLMa7tK0PI=&h=357&w=372&sz=18&hl=ja&start=8&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=_eF8ndQbBZNR5M:&tbnh=117&tbnw=122&prev=/images?q=IS03&um=1&hl=ja&sa=N&rlz=1T4GGLL_jaJP347JP355&tbs=isch:1


© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

27

携帯機器

サービス提供者

インターネット

：センサ

電力
制御
サーバ

スマートグリッド

ネットワーク

環境・制御情報
収集とサービス

電力ネットワーク

空調機器管理
セキュリティ

家電メンテ/サービス
ビル管理会社
警備保障会社

水道・ガス遠隔検針

電力会社
遠隔検針

電力供給制御

コンテントベンダー
音楽、映像、
ゲーム配信

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ等

データセンター

金融、政府、学校等

情報
通信
モデム

■ホームセキュリティ

■情報家電コントロール

■自動検診サービス

人感・熱・煙
センサー

カメラ

ｲﾝﾀｰﾎﾝﾄﾞｱｷｰ

■生活情報サービス

PC他による情報配信

照明

電力ﾓﾆﾀ

ガス漏れ
検知

電力計 ガス検針
水道検針

クラウドに融合

エアコン
温度/湿度
ｾﾝｻ

モデム
サーバ

11

将来のクラウド化時代での開発技術について
スマートグリッドや情報制御機器は組込みシステムが主流である。

機密情報 個人情報/ＩＤ情報認証/鍵情報

＜要求＞
・グリーン
（低電力）
・ｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
（高速性
高信頼性）
・セイフティ
（ｾｷｭﾘﾃｨ）

＜対応技術＞
・組み込み

・ﾈｯﾄｱｰｸ
ｱｰｷﾃｸﾁｬ
・ｼｽﾃﾑ開発

開発技術

システムに組み込みLSI技術搭載

半導体と
ｼｽﾃﾑの
協調設計
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低消費電力・高信頼性マルチコア

アプリケーション

ミドルウエア

デ
バ
ッ
グ
・
ツ
ー
ル

広帯域フロントエンド：テラヘルツ、極低消費短距離伝送
フィルタ・RF・高速・ローパワーAD、
エネルギーハーベスト、センサー/MEMS

CPU CPU CPU CPU

汎用OS及び低消費電力・高信頼性
を目指した新規OSによるヘテロOS

OS1 OS2 新OS1 新OS2

低消費電力ペリフェラル

MEM MEM MEM MEM

高性能
アクセラレータ

ドライバ群

API

低消費電力・高信頼性を
制御するための拡張OS

（オープンシステムへの
適用）
環境負荷低減のための
消費電力最小化制御及び
無線ネットワーク制御機能

各レイヤーにおいて、
さまざまなマルチレイ
ヤーをまたぐ協調設計
で、高付加価値を実現。
（ブラックボックス化）

APIによるオープン化へ
の対応。(既存資産の流
用と、グローバルなオー
プンイノベーション技術と
の融合
（オープン化への対応）

高速・高信頼・低消費電力通信システム開発おける
マルチコアを中心とした組み込み半導体技術の位置づけ

異種デバイスの融合による
実用化デバイス
（ブラックボックス化）

12
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■従来の閉じたデバイスや機器、
サービスを守るレベルから、
オープンなシステム全体の
さまざまな脅威に対応できる
セキュリティソリューション
が必要とされている。

■従来のセキュリティ
機能に加え、
システムレベルの
３つの機能ニーズ
が重要になっている。

13

認証

暗号機能 鍵、ＩＤ保護

＋

通信・ネットワーク
セキュリティ

（Ｅｎｄ ｔｏ Ｅｎｄ セキュア通信）

システム
インテグリティ
（改竄検出）

セキュリティ情報
保護管理

（暗号ストレージ）

システム・インフラに求められるセキュリティ
（オープンシステムへの対応）

社会インフラ・システムに共通する特徴：

１． ネットワークに簡単に接続、地球上どこから
でもシステムにアクセス（攻撃）できる

２． システムそのものを完全に守る手段はなく
“信頼できる基点”から常に監視が必要

３． 守るべき情報が脅威から守れないとシステム
運用そのものが崩壊

スマートグリッド、スマートコミュニティ ＝ オープンなシステム
⇒ ディペンダビリティ （特にセキュリティ）、機器の壁を越える適用性が重要な用件
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耐タンパ機能（情報漏えい阻止機能）
を有するセキュア組み込みLSI技術

⇒ICTシステムへの負荷を下げながら、
安全・安心を提供

情報セキュリティ技術組み込みLSIの位置づけ

暗号技術
+

情報セキュリティ技術

攻撃はサーバー/パソコン・携帯電話・ＰＤＡ等から
スマートグリッド等の制御機器・センサーネット機器へ！

ルータ

ネットワークからの攻撃（ウイルス等）

データセンタ

ウイルス検出エンジン
（ＣＰＵ(ソフトウェア）より高速低消費電力化）

攻撃
を
防御

直接（物理）攻撃
（サイドチャネル、

クロック・故障攻撃等）

耐タンパLSI技術（低コスト・高性能）
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実証実験開発

15

ICT実証におけるシステムと半導体の連携のあり方

企
画

実用化ｼｽﾃﾑ
開発

半導体
開発 設計 LSI製作

ｼｽﾃﾑの低電力化、高性能化は、汎用半導体素子だけでは限界
⇒組み込みｼｽﾃﾑに対応した半導体素子を企画段階から取り込み、
ｼｽﾃﾑ設計と連携することで、高性能化等が可能となる

ｼｽﾃﾑの高性能化、
低電力化、低コスト化に
半導体が貢献

開発には１年～２年が必要 ⇒ 早期の着手が必要
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産学官役割分担のあり方

16

イノベーションの
創出

産
競争力のある
研究開発

官

学

基盤技術開
発の支援

ICT

研究開発

新規技術の早期開発
リスクのある技術を見極
める研究開発の促進

先端開発技術の
ブラックボックス化
による競争力確保 オープン化、グローバル化の促進による

市場の拡大、先行性の確保

新規イノベーションの
実用化に繋げる連携

16
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ICT分野における半導体の役割と今後の課題

 スマート社会を実現するICT技術を促進
（オープンシステムへの対応）

 ネットワークで繋がるスマート社会のキーテクノロジー
⇒ Green通信（低消費電力化）、高信頼性を半導体が促進
⇒ マルチレイヤー間協調による高性能化

システムと半導体の検討初期段階からの協調開発

 セキュリティを支える半導体技術の開発
金融機関で実績のある耐タンパLSIとシステムとの連携開発

 産官学連携でのオープン化促進

 産官学連携競争力を確保する、イノベーションの創出と
付加価値技術のブラックボックス化

17



ルネサス エレクトロニクス
© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.


